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1．はじめに

半導体製造プロセスのウェハ洗浄やエッチング等の

工程において、フッ酸や過酸化水素水等の高純度薬品

が使用されている。年々の半導体集積度のめざましい

向上とともに、これら薬品中の不純物や微粒子に対す

る要求が一層厳しくなってきている。この厳しい要求

を満足するうえで、薬品の充填容器による汚染が大き

な問題となった。

従来、薬品容器はガラスが使用されていたが、ガラ

スからの金属溶出、破損しやすさ、大型化岩





そこで、このNH8300Aをベースに成形肌を維持した

上で金属不純物と微粒子の低減目標を設定した。金属

不純物はさらなる改良を目指すため、ポリエチレン中

の全金属残渣を示す灰分で低減目標として約1／2の

0.005wt％以下、微粒子についてはポリエチレンのへ

キサン可溶分で低減目標として約1／2の0.05wt％以下

を設定した。

〔2〕目標達成へのアプローチ

（1）金属不純物

主触媒の供給量材 残、残嗑 軃め、ポリエチゅ厭 �



（2）製造プロセス

1）重合工程

・主触媒残渣の低減
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